PUTZE UND ADDITIVE

Schimmelschaden nachhaltig saniert

Der Befall von Wohnungen mit Schimmel ist ein stetig zunehmendes Problem. Untersuchungen zeigen,
dass fast jeder zehnte Haushalt betroffen ist.

Schimmelpilze kénnen zu einem Auftreten von Allergien und allgemeinen Befindlichkeits-Stérungen wie
chronischer Mudigkeit, Kopfschmerzen, Konzentrationsstérungen, haufigen Infekten sowie allergischen und
toxischen Atemwegserkrankungen fihren.

Drei wesentliche Faktoren beeinflussen das Schimmelwachstum; Temperatur, Feuchtigkeit und
Nahrstoffangebot.

Eine Raumtemperatur von 18 - 22°C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 - 65% je nach Wohnbereich
sind fur die Gesundheit ideal. Die Mehrzahl verschiedener Schimmelpilze hat ihre héchste Wachstumsrate
bei 20 — 30°C Raumtemperatur.

Das entscheidende Kriterium fur Keimung und Wachstum von Mikroorganismen ist das zur Verfiigung
stehende Wasser. Ab ca. 80% rel. Luftfeuchtigkeit an der Oberflache kénnen die ersten Pilzsorten
auskeimen. Besonders gute Wachstumsbedingungen finden sich bei Tau- bzw. Kondenswasserbildung auf
oder im Material.

Neben dem Feuchteangebot spielt auch der vorhandene Nahrboden eine wesentliche Rolle bei der Bildung
von Schimmel. Verunreinigungen durch Staub, Fingerabdricke und Luftverschmutzung, eine dinne, aber
relativ substratreiche Schicht, reichen aus, dass es selbst auf ,sterilen* Oberflachen mit hohem pH-Wert
wie Kalk, wenn auch etwas verzégert, zur Sporenauskeimung und erstem Myzel-Wachstum kommen kann.

Entscheidende Griinde fur die Zunahme von Schimmelproblemen im Neubau sind die hermetische
Abdichtung moderner Gebaude bei gleichzeitiger Vernachlassigung der Liftung. Unzureichender
Warmeschutz, Warmebricken, fehlender Schlagregenschutz der Fassade bzw. defekte oder fehlende
AuRenabdichtungen tragen lhr Restliches dazu bei.

In der Altbausanierung stehen meistens neben gesetzlichen Vorgaben an den Warmeschutz auch
gesteigerte Anspriche an das Wohnklima im Vordergrund der MaBnhahmen. Der teilweise massive Eingriff
in die Bausubstanz durch neue Baumaterialien und veranderte, hdherwertige Nutzungsanforderungen
fuhren in vielen Fallen zu anderen Klimaverhaltnissen in der Raumluft und im Mauerwerk. Eine Folge
daraus kann Schimmelbildung sein.

Drei Anséatze zur Schimmelsanierung werden durch die Verwendung von HYDROMENT Trans;putz® LP
oder WD verfolgt:

1. Im Gegensatz zu Sanierputzen nach WTA sind HYDROMENT Transputze nicht durch chemische
Zusatze hydrophobiert. Das Feuchtemanagement wird Uber ein spezielles Porensystem durch rein
physikalische Vorgénge gesteuert.

Die Gefahr, dass sich durch unginstige Witterungseinflisse keine fiir die Funktionsweise
entscheidende Hydrophobierung im Putz aufbauen kann, entfallt.

2. Der gesamte Putzaufbau ist homogen aus einem Material fur Haftspritzbewurf und Grundputz
aufgebaut. Durch die somit fehlenden Ubergangswiderstinde an den Grenzen verschiedener
Materialschichten kénnen sehr geringe Diffusionswiderstande erzielt werden.
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Die Putzoberflache bleibt trocken, die Belastung an mikrobiellen Keimen ist erheblich reduziert. Bei
Untersuchungen an HYDROMENT Transputz® WD konnte dies auch wissenschaftlich nachgewiesen
werden.

3. Das Verwenden von mineralischen Leichtzuschlagen bei HYDROMENT Transputz® LP und WD fiihrt
aullerdem zu verbesserten Warmedadmmeigenschaften und damit zu héheren Wandoberflachen-
Temperaturen. Dieser Umstand reduziert die Gefahr von Kondenswasser-Bildung und steigert das
Wohlgefiuhl in den Wohnrdumen erheblich.

Trotz aller baulichen MalRnahmen zur Schimmelbekampfung gilt:

.Regelmallige und ausreichende Liftung der Wohnrdume kann Feuchtigkeit verringern und somit die
Gefahr von Schimmelbildung bereits im Vorfeld reduzieren bzw. verhindern.”



